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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ORDRE MODULAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES POUR
LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

PREAMBULE

Etudes ot sont
sthle un accord

5

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par desComités d’

représen 0 o oI nation A

2) Ces déq naux. .

3) Dans Ig but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que to ité i tnt dans leurs
régles 1 ettent. Toute
diverge] Etre indiquée
en ternes clairs dans cette derniére.

La prq Juipement
électronjque, du Comité d’Etudes n°® 48{de : fromécaniques pour équipements
¢électronjques.

>{apport de vote
N

48D(BC)16

Wus donne toute information sur le vote ayant abouti a
t citees a présente norme:

bulgire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 581: Composants électromé-
aniques pour équipements électroniques.

mensions pour appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs de
ableau.

Le rapport de yoteindi
Papprobation de

Les publicg

Public

: Feuilles de normes pour un systéme modulaire (pour appareils d’installation pour utilisa-
tion dans les installations domestiques et similaires).

: Dimensions des surfaces et des ajourages a prévoir pour les appareils de resure et de
commande montés en tableaux ou en tiroirs dans les processus industriels.
916 (1988): Structures mécaniques pour équipement &

Guide 103 (1980): Guide pour la coordination dimensionnelle.

Autres publications citées :
Normes ISO 31/1 (1978): Grandeurs et unités d’espace et de temps.

1000  (1981): Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.

1006  (1983): Construction immobiliére — coordination modulaire — Module de base.

1040 (1983): Construction immobiliére — Coordination modulaire — Muitimodules pour dimensions de coor-
dination horizontale.

3827/1 (1977): Construction navale — Coordination dimensionnelle pour 'ameublement des navires — Partie I:
Principes de la coordination dimensionnelle.
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1) The formal dec1510ns or agreemems of the IEC on technical matters, prepared by Techmcal Commme

Commig

on the § ubjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b

sense.

3) In ordey
the 1E(
recomnyj

This s
Equipms¢
Equipms

The te

indicated

Full infformati t
i in the aboye &

The following 1 EC publj

Publicg

-5 —

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MODULAR ORDER
FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

FOREWORD

echa

whlch all the National

M us of opinion

ittees in that

bt the text of
cen the IEC

ical Structures for Electronic
ogmponents for Electronic

(\‘\W\

\5eport on Voting
AN

4 D(?QK3

48D(CO)16

isstartdard :

tions Nos.

instruments.

916 (1988): Mec

Guide 103 (1980): Guide on dimensional co-ordination.

Other publications quoted :
ISO Standards 31/1  (1978): Quantities and units of space and time.

1000  (1981): SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.

1006  (1983): Building construction — Modular coordination — Basic module.

1040  (1983): Building construction — Modular coordination — Multimodules for horizontal coordinating

dimensions.

théxapprovat of this standard can be found in the Voting Report

ternational Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 581 : ElectromecHanical com-
ponents for electronic equipment.

Dimensions for panel-mounted indicating and recording electrical| measuring

: Standard sheets for a modular system (for installation accessories for use fn domestic
and similar installations).

668 (1980): Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted indusfrial-process
measurement and control instruments.

3827/1 (1977): Shipbuilding — Coordination of dimensions in ships’ accommodation — Part I: Principles of

dimensional co-ordination.
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ORDRE MODULAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES
POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

Introduction

7

tendance pour Ies composants électroniques et Ies circuits intégrés vers(une intégration crois-

sanfe et plus fonctionnelle, des exigences d’espace et de volume touj comme
Iarfivée de nouvelles méthodes de fabrication, d’équipements automafiq *essai,
de lutilisation de systémes d’ingénierie assistée par ordinateur ( eurs des
avahtages économiques et techniques considérables.

fin de faire en sorte que, lorsqu’on utilise des composan nent developpés, de gouvelles
méthodes de fabrication et des systémes d’IAQ, ces 2 xploités,
durant la planification, la conception, la fabrication ¢ inffrastruc-
tures répondent aux exigences ci-aprés (voir Guid
— 3
— 1 hensions

bétis, etc.,
¢ sont utj meubles\construits selon un ordre modulaire, par exempple pour
Pespac

s ou n’y
hcontrée
sont pas:

ce‘qui conc¥rne les infrastructures, une nette tendance aux dimensions métriques geut étre
observée dans les applications pratiques. Celles-ci se conforment a:

— J'utilisation des unités SI.

adoptées par presque toutes les nations du monde et sont nécessaires pour une normalisation
internationale.

Les dimensions données au paragraphe 6.3 de la présente norme ont été choisies dans le systéme I
du Guide 103 de la CEI en considérant d’autres documents sur la coordination dimensionnelle.

La norme est proposée pour une utilisation en conjonction avec de nouveaux développements;
elle n’a pas la prétention de modifier les infrastructures actuelles. L’introduction de ’ordre modu-
laire dans les nouvelles infrastructures pourrait se faire pas & pas comme le suggére I’annexe A.
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1.

MODULAR ORDER

FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR

ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

Introduction

'spdce requirements for electronic components and integrated circuits, g

ihe trend towards constantly increasing functional integration and e

ufacturing methods, automatic manufacturing and testing eqmp ;

lume and
nt of new
Samputer

Aided Engineering (CAE) systems, offer users con31derable techn antages.

In order to ensure that, when using newly developed cong 5/ T hods and
CAE systems, the advantages can be fully exploited : desip fr‘?rture and
testing, it is necessary for equipment practices i irements (see

IEC Guide 103):

AT
siopi

With regard

P are used\
spacin

réquently encountered necessity, of using two systems
g not compatible with each other. The use of an interface bety

hich:

;. column

practices do not meet these requirements, or do so onlly in part.

bf dimen-
veen both
one. The

served in

o’ equipment practices, a clear trend towards metric dimensions can be oh

practical applications. This complies with.

the use of SI units

as adopted by nearly all countries of the world, and as required for international standardiza-
tion.

The dimensions given in Sub-clause 6.3 of this standard have been taken from System I of IEC

. Guide 103 in consideration with other documents on dimensional co-ordination.

The standard is proposed for use in conjunction with new developments. It does not purport to
change existing equipment practices. The introduction of the modular order for new equipment
practices could take place in steps along the lines suggested in Appendix A.
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2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux nouvelles infrastructures. L’ordre modulaire s’applique aux
principales dimensions des structures des équipements électroniques montés dans diverses instal-
lations ou des interfaces dimensionnelles sont & considérer.

Elle fixe les paramétres fondamentaux de conception; elle n’est pas prévue pour déterminer les
tolérances ou les jeux pour la fabrication.

Le mot «nouveau» dans ce contexte s’applique a tout développement nouveau accepté par le
fabricant et I'utilisateur. Cette norme n’a pas pour but d’apporter une modification quelconque des
infrastructures actuellement en place.

3. Obj

équipements électroniques et d’aboutir 4 une compatibilité dimensid
ques avec des techniques adjacentes, par exemple cartes impripiée
mesure, meubles, piéces d’'un immeuble, immeubles, etc.

4, Termes et définitions

tiop 50 (581) de la CEL

présente norme a pour objet de définir un ordre modulaire pour le

terminologie utilisée dans cette

Nofe. — Les termes et définitions concernant les\infrastructy FEL
s termes complémentaires spédifiques-a ce pliquent:

Infrastructure: p tmes élec-
les parties
roniques.

Or coordina-
r dans les

Gr} ¢radeux on trois dimensions se conformant 4 ’ordre modulaire.

Pas
4
Pas

Itiple entier du pas de base.

e distance entre lignes de grille adjacentes utilisées pour les infrastruc-

bles dans

Pag de mon Pas utilisé pour I’arrangement des piéces individuelles ou des ensen]
un espace donné.
Dimension Dimension de référence utilisée pour la coordination des interfaces mécani-

de coordination: ques. Ce n’est pas une dimension de fabrication assortie d’une tolérance.

5. Principes fondamentaux

La base de I’ordre modulaire est I'unité de base S.1. de longueur, le métre selon I'ISO 1000 et selon
I'ISO 31/1.

Pour la compatibilité avec d’autres ordres modulaires, se rapporter par exemple aux: Publica-
tions CEI 473, 629 et 668. Normes ISO 1006, 1040 et 3827/1.
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2. Scope

This standard relates to new equipment practices. The modular order is applicable to the main
structural dimensions of electronic equipment mounted in various installations where dimensional
interfaces have to be considered.

It refers to basic design parameters and is not intended to be used for manufacturing tolerances or
clearances.

“New” in this context refers to new developments agreed between manufacturer and user. This
standard is not intended to introduce any changes in existing equipment practices.

3. Object

g
pripted boards, components, instrumentation, furmture room

...
=
=)
@
1
Q.
Qo
=]
&
=N
Q
[=]
3

k=]
I
P
£,
o
[=H
-

b
.8
8
]
3
=
)
o
8
=2
.
3
25
8
a
v

8 &
=
g
)
(=N
o

9:5, eg.:

4. Terms and definitions

The terminology used in this stane
Publication 50 (581):

Notp.
K
Eq,

lapply :
ronic and
mechani-

ign dimen-
ve used in

modular

n integer multiple of the base pitch.

M :
Mjunting pitch: The pitch used to arrange parts or assemblies in a given space

Co-ordination A reference dimension used to co-ordinate mechanical interfaces. This is
dimension: not a manufacturing dimension with a tolerance.

5. Fundamentals
The basis of the modular order is the basic SI unit of length, the metre according to ISO 1000 and
to ISO 31/1.

For compatibility with other modular orders see, e.g.: IEC Publications 473, 629 and 668 and
ISO Standards 1006, 1040 and 3827/1.
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6. Description de I’ordre modulaire

6.1 Grille modulaire
La corrélation entre le pas de base et les pas multiples est expliquée en figure I montrant la grille
modulaire en trois dimensions pour les infrastructures. Parfois, une grille 4 deux dimensions ou &
une dimension est seulement nécessaire. La valeur des pas est spécifiée au paragraphe 6.2. Le choix
du pas dépend de la taille de la structure mécanique comme précisé aux paragraphes suivants.

g penans

HERLISS \ \\'\
RO

NI

Shelh

NI

Bk

P .'; : 2,5
T
4 ' @
Pas muitiple 25 N
2,5mm ’ 2.5 \
! NN
N
0,5
Pas de base
0,5mm
05755
F1G. 1. — Grille modulaire. '

583/88

6.2 Pas

6.2.1 Pas de base et pas multiple
Pas de base: Il est de 0,5 mm; il ne doit pas étre subdivisé.
Pas multiple: Ses valeurs sont de 2,5 mm et de 25 mm.
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6. Modular order details

6.1 Modular grid
The correlation between the base pitch and the multiple pitches is explained in Figure 1 which
shows the three-dimensional modular grid for equipment practices. Sometimes only a two-dimen-
sional grid or a pitch in one axis is needed. The values of the pitches are specified in Sub-clause 6.2.
The choice of pitch is dependent on the size of the mechanical structure as outlined in the following
sub-clauses.

IRNY. RV AN Y ALY AR BN AN AR

ST 2.5
N
4 X @
Multiple pitch 25 A
2.5mm ’ 25 \
N N\
_\ ~
0.5
Base pitch
0.5 mm
) 05 o5
FiG. 1. — Modular grid. 1

583/88

6.2 Pitches

6.2.1 Base and multiple pitches
Base pitch: A value of 0.5 mm shall be used. It shall not be further subdivided.
Multiple pitches: The values 2.5 mm and 25 mm shall be used.
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Les relations qui lient les pas de montage pm, les pas (de base ou multiples) p et les dimensions de
coordination C sont décrites dans les figures 2, 3 et 4. Les pas de montage doivent remplir les

conditions suivantes:

pm = pas de montage
pm=FXp p = pas {de base ou multiple)
F = facteur choisi au tableau I
G - ;
pm=2 n; nombres entiers
n; C; = dimensions
de coordination choisies dans le tableau I
du paragraphe 6.3
Ci=nXpm
1 1 17 //,._\\\\
CO =C|+ G, + C3 + ... Cy: dimension de coordination hors tout.

IDans exemple de la figure 2, la dimension de coordination hogs tout (),

contie
L o . \
de poordination Cy, C,, C;3 et Cy, avec les conditions sujvantes (toutes gran
millimétres):

pml=FXp=2X25=150

les’quiatre cotes

deurs exptimées en

C0=C1+C2+C3+C4
= ny X pm+ ny, X pm + ny X pm+ nj
=2 X 50+ 3X 50+ 5 X 50+ 6 %S
= 100 + 150 +250 + 300
= 800
Lie pas de montage,
du tableau I, para
Z 7
7 3 4
7
A 7
7 7
_Y
/ X3 7
7 ™ . ) Z
7 NEN
Z %
7 7
7 4
/]
Ao 4
) - C, L C2 - C3 | Ca o 7
c
4 - 2 7
Gritle de référence avec p = 25
584/88
Dimensions en millimétres
F1G. 2. — Répartition de la dimension de coordination C,

Pas de montage (pm) identique.


https://iecnorm.com/api/?name=7ce3660b05b0ee49518ef079212ff246

917 © 1IEC 1988 : - 13 -

6.2.2 Mounting pitches, examples

The interrelations between mounting pitches mp, the pitches p (base or multiple) and co-ordi-
nation dimensions C are shown in Figures 2, 3 and 4. Mounting pitches shall fulfil the following

conditions:
mp = mounting pitch
mp=FXp p = pitch (base or multiple as applicable)
F = factor from Table I
G .
mp = - n; = integers
! C; = co-ordination
dimensions from Table I,
Ci=nm X mp Sub-clause 6.3
C=0C,+C+ G+ .. C, = overall co-ordination dimension

In the example of Figure 2, the overall co-ordination dimensig brdination

dimensions C;,.C;, C; and C, with the conditions (all dip

mp=FXp=2X25=150

CC=C1+C2+C3+C4 .

=ny X mp+ ny, X mp+ n3 X myg
=2X50+3X50+5X50+6
= 100 + 150 +250 + 300

= 800
The mounting pitchnmp ination dimensions C; coincide with th¢ values in
Tdble I, Sub-clau%&?»/.\ i e equal or different values.
Z, Z
/ | 7
7 N
7 <
2 s
Z kol 7
% NN 7
Z Z
4
7 7
Z .
7, P
)
40 Z
~etl—
N C1 -l Cy -l CCg - Ca .
g 0 7

Grid overlay with p = 25
584/88

Dimensions in millimetres

FIG. 2. — Partitioning of co-ordination dimension Cj,
same mounting pitch mp.
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Dans I'exemple de la figure 3, différents pas de montage pmy et pm, sont utilisés pour la méme
dimension de coordination hors tout Cp,. Les conditions suivantes sont réalisées:

pm=FXp=4X05=2
CO =C|+C2+C3+C4
=ny X pm; + ny X pm; + ny X pm,
+ ny X pm,
=2X2+3X2+6X2+4X2
=4+6+12+8
=30

pmy=FXp=2X25=5
CO =C5+C6+C7
= ns X pmy + ng X pmy + n; X pm,

=2X5+1X5+3X5
=10+5+15
=30

Les valeurs de C;, pm, et pm, sont celles qui figurent au tableau I.

Note. — Une dimension de coordination peut résulter de I'addition de valeurs égales ou inégale€ ouIné

¢ un multiple

d’une valeur du tableau I.
Par exemple: Cy = 600 = 200 + 200 -+ 200 = 100 + 200 + 300 = 10 X 60
/ A- ! - Cz o e~ Cs /\—\ -1
A Pma | x \/ 7
I 7
14 N ,
s N .
-
XA 2 ;
4. a1/ 4
4 = AN
( 1 /11
4 (NSITEI) gz
1/ ( \ [ |
/ 07
7
2 B /i
44
A ] 793
/ V.
/ orm o ‘ \/
T - )
A "Cs A 6 SN C7 N7
Grille dejréférence avec p 5 \/ 585/88
Dimensions|en mi//i
Fi1G. 3. -+ Répartision\de en de coordination C;; avec pas de montage différents pmy et
4
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In the example of Figure 3, different mounting pitches mp, and mp, are used for the same overall
co-ordination dimension C,,. The following conditions are met:

mp,=FXp=4X05=2 mp,=FXp=2X25=5
CO =C1+C2+C3+C4 CO =C5+C6+C7
=ny X mp; + ny X mp; + n3 X mp, = ns X mp, + ng X mp, + n; X mp,
+ ny X mp;
=2X2+3X2+6X2+4X2 =2X5+1X5+3X5
=4+6+12+38 =10+5+15
=30 =30

The dimensions of C;, mp; and mp, coincide with the values in Table 1.

Note, — A al or differe a value from
Table L.
For example: Cy = 600 = 200 + 200 + 200 = 100 + 200 + 300 = 10 X 60
, as . C> o Cs A
A mp: T o o \ \/ %
N /N AN ) 7
/]
14 % 5
Z N TS ) %

,{ A g
4 [ 2 g
44 | %
’/ A 'Y

2 l N
1/
4 BEAN 4
4A [
¥ T 2
%4 P2 _ | ) %
Z "G [ w ¢
- -  —— 7

Grid ovefllay withp = 0.5

Dimensions fn millime@

F1G. 3. —| Partitioming of tg-ordina

\j 585/88

imension Cy, with different mounting pitches mp, dnd mp,.



https://iecnorm.com/api/?name=7ce3660b05b0ee49518ef079212ff246

— 16 — 917 © CEI 1988

" - Dans I'’exemple de la figure 4, une grille rectangulaire est utilisée pour la mise en place de petites
unités modulaires. Aussi bien le pas de montage vertical pm, = 4 mm que le pas de montage
* horizontal pm;, = 10 mm sont des dimensions de coordination conformes au tableau I. De la méme

_ maniére, un autre pas de montage peut étre choisi pour la profondeur.

"
£
Q
X
e -
i
>
O

pmy =4
p=0,5

586/88

Dimensions en millimétres

FiG. 4. —
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In the example of Figure 4, a rectangular grid is used for the arrangement of small modular units.
Both the vertical mounting pitch mp, = 4 mm and the horizontal mounting pitch mp, = 10 mm
are co-ordination dimensions according to Table 1. In the same way, another mounting pitch for the
depth may be chosen.

g
E
xX .
[~ -
i T
Q ] o

I

Q

mpy
1
I

586/88

Dimeénsions in millimetres
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La liste des dimensions de coordination préférentielles pour les structures mécaniques des infra-
structures est donnée au tableau I. Ces dimensions ont pour base principale le tableau I/1 du Guide

103 de la CEL

Dimensions de coordination C

TABLEAU I

Dimensions de coordination C en millimétres
C=pXF
Facteuwr F
Pas de base Pas multiples
p = 0,5 mm p=2.5mm

40,0* 200* §0\
36,0 180 72
32,0 160 64
30,0* 150* 60
25,0* 125* 50
24,0 120 48
20,0 40
16,0 32
15,0% 30
12,5% 25
12,0 24
10,0* 20
8,0 16
7,5* - 15
6,0 300 12
5,0* 250 10
4,0 200* 8
3,0 150* 6
2,5% 125% 5
100* 4

75*% 3

50* 2

25% 1

Not

Exerples

rdination communes a plusieurs pas p sont marquées d’un astérisque. 1l cogvient d’em-
sque des ensembles congus avec des grilles différentes doivent étre rendus ¢ompatibles.

F peut étre étendue pour couvrir des valeurs plus grandes, par exemple 2 200 mm, 2 400 mm

plication des dimensions de coordination:

— dimensions exterieures des batis, armoires, compartiments, etc.

— espaces pour le montage des ensembles, sous-ensembiles, pieces individuelles, cablages, etc.

— pas de montage des piéces individuelles et des ensembles.
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6.3 Co-ordination dimensions

Preferred co-ordination dimensions C for mechanical structures of equipment practices are listed
in Table I. The dimensions are mainly taken from Table I/1 of IEC Guide 103.

TABLE I

Co-ordination dimensions C

Co-ordination dimensions C in mm
C=pXF
/\Rar*fnr E
Base pitch Muttipte pitches /4
p=0.5mm =25 mm PPV
40.0* 200* 2000 2
36.0 180

320 160 J
30.0* 150* 1 A
25.0* 125*% %
240 120 s
20.0* 100* 40
16.0 80.0 p
15.0* 75.0% P
12.5* >
12,0 o
10.0* %
8.0 e
7.5% s
6.0 b
5.0% o
4.0 2
3.0 .
2.5% .
2.0 ;

3

2

1

Notes |.

E

>

hples of €

application of co-ordination dimensions:

n to several pitches p are marked by asterisks. These dimensions
ies designed in different grids have to be compatible. (See also Sub-clause 6.

hould be
.2 for the

Essary.

— outside dimensions of racks, cabinets, cases, etc.

— mounting spaces for assemblies, sub-assemblies and piece parts, wiring, cabling, etc.

— mounting pitches of piece parts and assemblies.
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7. Application de ’ordre modulaire

7.1 Considérations sur la grille

Les piéces mécaniques sont a trois dimensions. Une combinaison de piéces individuelles ou
d’ensembles peut étre intégrée a une grille modulaire comme indiqué au paragraphe 6.1. Cela peut
étre fait selon chacune de leurs trois dimensions. Les pi€ces individuelles ou les ensembles peuvent
étre intégrés par référence soit a leurs axes soit 4 leur enveloppe. La référence a la grille peut étre
différente pour ou dans chaque direction.

7.2 Positionnement par rapport aux axes et aux enveloppes

Lignes de la grille 7
AN
[~

[Em|
L

(1
\

lignes de la

sférence a ’enveloppe

Rgférence a I'axe < ﬁ

_;_\\ Les piéces individuelles ou

les ensembles sont placés

rapport aux lignes de la

5 .
NN

3 }\ suivant leur enveloppe par

s

s
v
<

0

Combinaison de deux références

<

Une combinaison des|deux

21\ P . ..
( \ i TIITUTOUTS AT posnIonne-
\ / ment peut étre utilisée.
Combinaison des références _/
Référence al'axe
Référence a I'enveloppe 587/88

F1G. 5. — Référence a ’axe et a ’enveloppe sur une grille & deux dimensions.
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7. Application of the modular order

1.1 Grid considerations

Mechanical parts are three-dimensional. A combination of piece parts or assemblies can be
integrated in a modular grid according to Sub-clause 6.1. This can be done in each of their three
dimensions. Piece parts or assemblies can be integrated with reference to their axes or boundaries.
The reference to the grid may differ for or within each direction.

7.2 Axis and boundary references

Gridlines

—

/M
L]

A
\/

Axig reference <
N\
< KG Boundary reference

he boundaries of piece

parts or assemblies are po-
sitioned with reference| to

<
N\
\g ‘\> the gridlines.
21,

N
(EAATTIN

N

Bouy aryxvfre c

74

X Combination reference
A combination of both po-
7 1\ sitioning methads may be
4 ) M used.
Combination reference /
Axis reference
Boundary reference <87/88

Fi1G. 5. — Examples of axis and boundary references to a two-dimensional grid.
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a) Référence a I’enveloppe
dans les trois direc-
tions

ehce a 'enveloppe
ans une direction et ré-
férence a l’axe dans
deux directions.

7.3 Il
4

I'é

bmaine de

mm ou au
pap multiple de 2,5 mm ou 25 mm sera utilisée. Les dimensions de coordination C doivent étre en
conformité avec les conditions fixées a larticle 6.
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7.3

a) Boundary reference in
all three directions

Hlustr

Fig]

Dej
multi

Boundary reference in
one_direction and axis
reference in two direc-
tions

pendent on_the’size of parts or equipment considered, grids with a base pitch of 0.5

min or

ple pitches of 2.5 mm and 25 mm shall be used. The co-ordination dlmemmm Cshall d

omply

with the conditions laid down in Clause 6.
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